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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
（ａ）導電性ポリマー、
（ｂ）メラミン樹脂誘導体、
（ｃ）スルホン酸硬化触媒、
（ｄ）両末端ポリエーテル変性シリコーン、
（ｅ）導電性向上剤、及び、
（ｆ）溶媒又は分散媒
を含有することを特徴とする熱硬化型導電性コーティング用組成物（ただし、（ｅ）導電
性向上剤と（ｆ）溶媒又は分散媒とが同一の化合物であるものを除く）。
【請求項２】
導電性ポリマー（ａ）は、以下の式（Ｉ）：
【化１】

（式中、Ｒ１およびＲ２は相互に独立して水素原子またはＣ１－４のアルキル基を表すか
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、又は、一緒になって置換されていてもよいＣ１－４のアルキレン基を表す）の反復構造
を有するポリ（３，４－ジアルコキシチオフェン）又はポリ（３，４－アルキレンジオキ
シチオフェン）と、ドーパントとの複合体である請求項１に記載の熱硬化型導電性コーテ
ィング用組成物。
【請求項３】
メラミン樹脂誘導体（ｂ）の含有量は、導電性ポリマー１００重量部に対して１５０～７
５０重量部である請求項１又は２に記載の熱硬化型導電性コーティング用組成物。
【請求項４】
スルホン酸硬化触媒（ｃ）は、芳香族スルホン酸であり、
その含有量は、メラミン樹脂誘導体１００重量部に対して８～４０重量部である請求項１
～３のいずれかに記載の熱硬化型導電性コーティング用組成物。
【請求項５】
両末端ポリエーテル変性シリコーン（ｄ）の含有量は、メラミン樹脂誘導体１００重量部
に対して１０～６０重量部である請求項１～４のいずれかに記載の熱硬化型導電性コーテ
ィング用組成物。
【請求項６】
導電性向上剤（ｅ）は、アミド基、スルホ基及びヒドロキシル基のうちの少なくとも１つ
の置換基を有する化合物である請求項１～５のいずれかに記載の熱硬化型導電性コーティ
ング用組成物。
【請求項７】
更に、（ｇ）水溶性酸化防止剤を含有する請求項１～６のいずれかに記載の熱硬化型導電
性コーティング用組成物。
【請求項８】
水溶性酸化防止剤（ｇ）は、アスコルビン酸又はエリソルビン酸である請求項７に記載の
熱硬化型導電性コーティング用組成物。
【請求項９】
更に、（ｈ）濡れ性向上剤を含有する請求項１～８のいずれかに記載の熱硬化型導電性コ
ーティング用組成物。
【請求項１０】
更に、（ｉ）消泡剤を含有する請求項１～９のいずれかに記載の熱硬化型導電性コーティ
ング用組成物。
【請求項１１】
消泡剤（ｉ）は、シリコーンエマルジョンである請求項１０に記載の熱硬化型導電性コー
ティング用組成物。
【請求項１２】
基材と、前記基材上に積層された導電性被膜とからなる光学フィルムであって、
前記導電性被膜は、請求項１～１１のいずれかに記載の熱硬化型導電性コーティング用組
成物を用いて形成された被膜であることを特徴とする光学フィルム。
【請求項１３】
前記導電性被膜は、前記熱硬化型導電性コーティング用組成物を前記基材に塗布し、１３
０℃以下の温度で、乾燥・熱硬化させることにより形成される請求項１２に記載の光学フ
ィルム。
【請求項１４】
前記導電性被膜の計算膜厚は、４５ｎｍ未満である請求項１２又は１３に記載の光学フィ
ルム。
【請求項１５】
請求項１２～１４のいずれかに記載の光学フィルムからなることを特徴とするプロテクト
フィルム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
本発明は、熱硬化型導電性コーティング用組成物、この熱硬化型導電性コーティング用組
成物を用いて得られた光学フィルム及びプロテクトフィルムに関する。
【背景技術】
【０００２】
液晶テレビやプラズマテレビ、エレクトロルミネッセンスディスプレイ、太陽電池などの
フラットパネルを構成する光学フィルムには、静電破壊などのトラブルを解消するために
帯電防止機能を有するコーティング層（帯電防止層）を設けることがある。
例えば、フラットパネルディスプレイの製造工程や搬送工程においては、パネル表面の傷
つき、汚れや埃の付着を防止するために、光学フィルムの一種であるプロテクトフィルム
をその表面に貼り合わせている。このプロテクトフィルムは、ＰＥＴなどの樹脂基材の片
面に粘着層を有し、粘着層側をディスプレイに貼り合わせて使用するものであるが、フィ
ルムを剥がす際に発生する静電気によって電気製品が壊れるのを防止するため、帯電防止
層が樹脂基材の粘着層側と反対側の面に形成されている。
【０００３】
従来、この帯電防止層には、帯電防止機能に加えて、傷付きを防止するための耐スクラッ
チ性や、裁断時の粘着剤の付着防止のための防汚性、付着した粘着剤を拭き取るための耐
溶剤性が求められてきたが、近年、これらの特性に加えて、プロテクトフィルム上へのロ
ットナンバー等の印字のため、油性インクの印字密着性といった特性が要求されている。
さらには、コストダウンの要求も高くなり、上述の特性を同時に満足する被膜を、１層コ
ーティングで形成することが求められている。
【０００４】
このような帯電防止層を形成する材料として、導電性ポリマーを含む導電性コーティング
材が用いられている。
特許文献１には、帯電防止層を形成するための導電性ポリマー組成物が示されている。こ
の導電性ポリマー組成物は、ポリチオフェン系の導電性ポリマーとポリエステルバインダ
ーを含む組成物であり、１００℃で１分間程度の乾燥にて、密着性に優れた帯電防止層を
樹脂基材上に形成可能である。しかしながら、溶媒乾燥型の組成物であるため、形成され
た帯電防止層は、耐スクラッチ性と耐溶剤性が十分ではなく、これらの特性を確保するに
は帯電防止層の上にトップコートを積層する必要があり、１層コーティングでは、上記の
すべての性能を満足することができなかった。
【０００５】
特許文献２には、導電性ポリマーと水溶性のポリエーテル変性シリコーンを含む組成物が
示されており、側鎖がポリエーテルで変性されたシリコーンを添加することによって、潤
滑性に優れた被膜を形成可能であることが示されているが、耐スクラッチ性及び印字性に
ついては何ら言及されておらず、側鎖がポリエーテルで変性されたシリコーンを含有する
導電性組成物では、耐スクラッチ性及び印字性を同時に満足することができなかった。
【０００６】
特許文献３では、活性水素を有する樹脂とポリシロキサン含有ポリウレタン樹脂、ポリイ
ソシアネート、帯電防止剤からなる組成物によって、表面抵抗率、耐溶剤性、耐スクラッ
チ性、印字性を有する帯電防止層を１層コーティングで形成可能であることが示されてい
るが、この組成物では印字密着性が不十分であり、また、帯電防止層の形成に４０℃で４
８時間のエージングが必要であるため、生産性が低く、大量生産には適していない。
【０００７】
特許文献４には、末端にヒドロキシル基などの反応性官能基を有するオルガノシロキサン
を含有する組成物が開示されており、この組成物を用いて形成した被膜は、防汚性（高い
対水接触角）と特定のインクにおける印字密着性が両立することが示されている。しかし
ながら、この組成物の硬化には、１４０℃で２分の条件が必要であるため、生産性が低く
、大量生産には適していない。
【０００８】
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特許文献５には、導電性ポリマー、メラミン樹脂誘導体及び酸触媒を含む組成物が開示さ
れており、この組成物を用いることで、帯電防止機能、耐スクラッチ性、耐溶剤性、防汚
性を有する被膜を、１００℃で１分程度の低温短時間で形成可能であることが示されてい
る。しかしながら、この組成物を用いて形成した被膜では、印字性及び印字密着性と、耐
スクラッチ性とを両立することができなかった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開２００２－０６０７３６号公報
【特許文献２】特開２００７－３０８５４９号公報
【特許文献３】特開２００６－１７８４２４号公報
【特許文献４】特開２００９－１０７３２９号公報
【特許文献５】特開２００９－１３８０４２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
上述のように、従来提案されている導電性組成物では、１層コーティングにより導電性被
膜を形成した場合、耐スクラッチ性、耐溶剤性、印字性及び印字密着性に優れた導電性被
膜を、低温短時間の硬化条件にて形成することができなかった。
特に、耐スクラッチ性と印字性及び印字密着性とは、一般的にトレードオフの関係にあり
、両者を同時に満足することは困難であった。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
本発明者らは、上記課題を解決するために鋭意検討した結果、導電性ポリマー（ａ）、メ
ラミン樹脂誘導体（ｂ）、スルホン酸硬化触媒（ｃ）、両末端ポリエーテル変性シリコー
ン（ｄ）、導電性向上剤（ｅ）、及び、溶媒又は分散媒（ｆ）を含有する導電性組成物が
、低温短時間での熱硬化により、耐スクラッチ性、耐溶剤性、印字性及び印字密着性に優
れた導電性被膜を形成することが可能であることを見出し本発明を完成した。
【００１２】
即ち、本発明の熱硬化型導電性コーティング用組成物は、
（ａ）導電性ポリマー、
（ｂ）メラミン樹脂誘導体、
（ｃ）スルホン酸硬化触媒、
（ｄ）両末端ポリエーテル変性シリコーン、
（ｅ）導電性向上剤、及び、
（ｆ）溶媒又は分散媒
を含有することを特徴とする。
【００１３】
また、本発明の熱硬化型導電性コーティング用組成物において、上記導電性ポリマー（ａ
）は、以下の式（Ｉ）：
【化１】

（式中、Ｒ１およびＲ２は相互に独立して水素原子又はＣ１－４のアルキル基を表すか、
又は、一緒になって置換されていてもよいＣ１－４のアルキレン基を表す）の反復構造を
有するポリ（３，４－ジアルコキシチオフェン）又はポリ（３，４－アルキレンジオキシ
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チオフェン）と、ドーパントとの複合体であることが望ましい。
【００１４】
また、上記熱硬化型導電性コーティング用組成物において、上記メラミン樹脂誘導体（ｂ
）の含有量は、導電性ポリマー１００重量部に対して１５０～７５０重量部であることが
望ましい。
【００１５】
また、上記熱硬化型導電性コーティング用組成物において、上記スルホン酸硬化触媒（ｃ
）は、芳香族スルホン酸であり、その含有量は、メラミン樹脂誘導体１００重量部に対し
て８～４０重量部であることが望ましい。
【００１６】
また、上記熱硬化型導電性コーティング用組成物において、上記両末端ポリエーテル変性
シリコーン（ｄ）の含有量は、メラミン樹脂誘導体１００重量部に対して１０～６０重量
部であることが望ましい。
【００１７】
また、上記熱硬化型導電性コーティング用組成物において、上記導電性向上剤（ｅ）は、
アミド基、スルホ基及びヒドロキシル基のうちの少なくとも１つの置換基を有する化合物
であることが望ましい。
【００１８】
上記熱硬化型導電性コーティング用組成物は、更に、（ｇ）水溶性酸化防止剤を含有する
ことが望ましく、上記水溶性酸化防止剤（ｇ）としては、アスコルビン酸又はエリソルビ
ン酸が望ましい。
【００１９】
上記熱硬化型導電性コーティング用組成物は、更に、（ｈ）濡れ性向上剤を含有すること
が望ましい。
【００２０】
上記熱硬化型導電性コーティング用組成物は、更に、（ｉ）消泡剤を含有することが望ま
しく、上記消泡剤（ｉ）は、シリコーンエマルジョンであることが望ましい。
【００２１】
本発明の光学フィルムは、基材と、上記基材上に積層された導電性被膜とからなる光学フ
ィルムであって、
上記導電性被膜は、本発明の熱硬化型導電性コーティング用組成物を用いて形成された被
膜であることを特徴とする。
【００２２】
上記光学フィルムにおいて、上記導電性被膜は、上記熱硬化型導電性コーティング用組成
物を上記基材に塗布し、１３０℃以下の温度で、乾燥・熱硬化させることにより形成され
ることが望ましい。また、上記導電性被膜の計算膜厚は、４５ｎｍ未満であることが望ま
しい。
【００２３】
本発明のプロテクトフィルムは、本発明の光学フィルムからなることを特徴とする。
【発明の効果】
【００２４】
本発明の熱硬化型導電性コーティング用組成物によれば、耐スクラッチ性、耐溶剤性、印
字性及び印字密着性を同時に満足する導電性被膜を、低温短時間の加熱処理（乾燥・熱硬
化）により形成することができる。
また、上記熱硬化型導電性コーティング用組成物を用いることにより、優れた耐スクラッ
チ性と、優れた印字性及び印字密着性とを同時に満足する導電性被膜を形成することがで
きる。
また、本発明の光学フィルムは、本発明の熱硬化型導電性コーティング用組成物を基材上
に塗布、硬化してなるものであるため、優れた導電性を有するとともに、耐スクラッチ性
、耐溶剤性、印字性及び印字密着性に優れる導電性被膜を備える。
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また、本発明の光学フィルムは、プロテクトフィルムとして極めて好適であり、上記光学
フィルムからなるプロテクトフィルムもまた本発明の１つである。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】実施例２８で作製した導電性被膜を１０万倍の倍率で撮影したＴＥＭ観察画像で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
まず、本発明の熱硬化型導電性コーティング用組成物について説明する。
本発明の熱硬化型導電性コーティング用組成物（以下、単に「導電性組成物」ともいう）
は、（ａ）導電性ポリマー、（ｂ）メラミン樹脂誘導体、（ｃ）スルホン酸硬化触媒、（
ｄ）両末端ポリエーテル変性シリコーン、（ｅ）導電性向上剤、及び、（ｆ）溶媒又は分
散媒を含有する。
以下、各配合物について順に説明する。
【００２７】
１．導電性ポリマー（ａ）
上記導電性ポリマー（ａ）は、形成した導電性被膜（コーティング層）に導電性を付与す
るための配合物である。
上記導電性ポリマーとしては、ポリチオフェン、ポリピロール、ポリアニリン、ポリアセ
チレン、ポリフェニレンビニレン、ポリナフタレン、これらの誘導体、および、これらと
ドーパントとの複合体等が挙げられる。
これらのなかでは、ポリチオフェンとドーパントとの複合体からなるポリチオフェン系導
電性ポリマーが好適であり、ポリチオフェン系導電性ポリマーとしては、ポリ（３，４－
ジアルコキシチオフェン）又はポリ（３，４－アルキレンジオキシチオフェン）とドーパ
ントとの複合体がより好適である。
【００２８】
上記ポリ（３，４－ジアルコキシチオフェン）又はポリ（３，４－アルキレンジオキシチ
オフェン）としては、以下の式（Ｉ）：
【００２９】
【化２】

【００３０】
で示される反復構造単位からなる陽イオン形態のポリチオフェンが好ましい。ここで、Ｒ
１およびＲ２は相互に独立して水素原子又はＣ１－４のアルキル基を表すか、あるいは一
緒になって置換されていてもよいＣ１－４のアルキレン基を表す。
上記Ｃ１－４のアルキル基としては、例えば、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプ
ロピル基、ｎ－ブチル基、イソブチル基、ｓｅｃ－ブチル基、ｔ－ブチル基等が挙げられ
る。
また、Ｒ１およびＲ２が一緒になって形成される、置換されていてもよいＣ１－４のアル
キレン基としては、例えば、メチレン基、１，２－エチレン基、１，３－プロピレン基、
１，４－ブチレン基、１－メチル－１，２－エチレン基、１－エチル－１，２－エチレン
基、１－メチル－１，３－プロピレン基、２－メチル－１，３－プロピレン基等が挙げら
れる。好適には、メチレン基、１，２－エチレン基、１，３－プロピレン基であり、１，
２－エチレン基が特に好適である。上記アルキレン基を持つポリチオフェンとして、ポリ
（３，４－エチレンジオキシチオフェン）が特に好ましい。
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ポリ（３，４－エチレンジオキシチオフェン）とドーパントとからなる複合体は、導電性
や透明性に加えて化学的安定性に極めて優れており、導電性ポリマーとしてこの複合体を
用いて形成した導電性被膜は、湿度に依存しない極めて安定した導電性と極めて高い透明
性とを有している。
さらには、導電性ポリマーとしてこの複合体を含有する導電性組成物は、低温短時間で被
膜形成が可能であることから、大量生産が求められるプロテクトフィルムなどの光学フィ
ルムの作製に極めて適した生産性も有している。
【００３１】
上記ポリチオフェン系導電性ポリマーを構成するドーパントは、上述のポリチオフェンと
イオン対をなすことにより複合体を形成し、ポリチオフェンを水中に安定に分散させるこ
とができる陰イオン形態のポリマーである。
このようなドーパントとしては、カルボン酸ポリマー類（例えば、ポリアクリル酸、ポリ
マレイン酸、ポリメタクリル酸等）、スルホン酸ポリマー類（例えば、ポリスチレンスル
ホン酸、ポリビニルスルホン酸、ポリイソプレンスルホン酸等）等が挙げられる。これら
のカルボン酸ポリマー類およびスルホン酸ポリマー類はまた、ビニルカルボン酸類および
ビニルスルホン酸類と他の重合可能なモノマー類、例えば、アクリレート類、スチレン、
ビニルナフタレンなどの芳香族ビニル化合物との共重合体であっても良い。中でも、ポリ
スチレンスルホン酸が特に好ましい。
【００３２】
上記ポリスチレンスルホン酸は、重量平均分子量が２００００より大きく、５０００００
以下であることが好ましい。より好ましくは４００００～２０００００である。分子量が
この範囲外のポリスチレンスルホン酸を使用すると、ポリチオフェン系導電性ポリマーの
水に対する分散安定性が低下する場合がある。尚、上記ポリマーの重量平均分子量はゲル
透過クロマトグラフィー（ＧＰＣ）にて測定した値である。測定にはウォーターズ社製ｕ
ｌｔｒａｈｙｄｒｏｇｅｌ５００カラムを使用した。
【００３３】
上記導電性ポリマーの含有量は、導電性組成物全体に対し、固形分として０．０１～１．
２重量％であることが好ましい。より好ましくは０．０３～０．５重量％である。０．０
１重量％より少ないと導電性が発現しにくく、１．２重量％より多いと、他成分との混合
により沈殿が発生する場合がある。
【００３４】
２．メラミン樹脂誘導体（ｂ）
上記メラミン樹脂誘導体（ｂ）は、導電性組成物に低温での熱硬化性を付与し、被膜外観
、導電性（例えば、表面抵抗率、以下；ＳＲ）、透明性（例えば、全光線透過率、以下；
Ｔｔおよびヘイズ値、以下；Ｈａｚｅ）、基材への密着性、耐溶剤性に優れた導電性被膜
を形成することを可能とする。
【００３５】
上記のメラミン樹脂誘導体は、例えば以下の式（ＩＩ）：
【００３６】
【化３】

【００３７】
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（式中、Ｒ３～Ｒ８はＨ又はＣＨ２ＯＲ９で表され、Ｒ９はＨ又はＣ１－４のアルキル基
を表す）で示される。置換基Ｒ３～Ｒ８がすべて水素原子であるメラミン樹脂誘導体がイ
ミノ型メラミン樹脂誘導体であり、置換基Ｒ３～Ｒ８がすべてＣＨ２ＯＨであるメラミン
樹脂誘導体がメチロール型メラミン樹脂誘導体であり、置換基Ｒ３～Ｒ８がすべてＣＨ２

ＯＲ９であり、Ｒ９がＣ１－４のアルキル基で置換された構造のメラミン樹脂誘導体がフ
ルエーテル型メラミン樹脂誘導体である。
また、上記３つの置換基のうち２つが１分子中に混在した構造のメラミン樹脂誘導体は、
イミノメチロール型、メチロールエーテル型およびイミノエーテル型に分類され、すべて
が混在したメラミン樹脂誘導体がイミノメチロールエーテル型である。
上記Ｒ３～Ｒ８は、ＣＨ２ＯＲ９で表され、かつ、Ｒ９がＣ１－４のアルキル基である場
合、Ｃ１－４のアルキル基としては、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基などが
あり、低温硬化性を考慮すると、メチル基が好ましい。上記メラミン樹脂誘導体は、式（
ＩＩ）を基本骨格として自己縮合したオリゴマーであっても良い。
これらのメラミン樹脂誘導体は、単独で用いても良いし、２種以上を併用してもよい。
【００３８】
上記構造のメラミン樹脂誘導体のなかでは、導電性組成物の安定性と低温での硬化性の観
点から、フルエーテル型メラミンがより好ましく、特に、Ｒ９がメチル基のフルエーテル
型メラミンが好ましい。また、メラミン樹脂誘導体がオリゴマーである場合、導電性組成
物のポットライフを考慮すると、その平均重合度は低い方が好ましく、１．０を超え１．
８未満であることが特に好ましい。
なお、本明細書において、導電性組成物のポットライフとは、導電性組成物（塗布液）の
外観（沈殿の有無）、形成した導電性被膜の外観、透明性、導電性、基材への密着性、耐
スクラッチ性、耐溶剤性、印字性、印字密着性などの諸性能が、導電性組成物（塗布液）
を調製してから十分に維持されうる時間を示す。
【００３９】
低温で硬化させた導電性被膜が被膜外観、導電性、透明性、基材への密着性、耐溶剤性を
有するための、メラミン樹脂誘導体（ｂ）の含有量は、導電性ポリマー（ａ）の固形分１
００重量部に対して、１５０～７５０重量部であることが好ましい。より好ましくは、２
５０～４５０重量部である。
含有量が７５０重量部を超えると、被膜の導電性が低下したり、被膜が白化して透明性が
低下したりする場合がある。逆に、１５０重量部より少ない場合は、十分な耐溶剤性が被
膜に付与されにくくなる。
【００４０】
３．スルホン酸硬化触媒（ｃ）
上記スルホン酸硬化触媒（ｃ）は、乾燥・硬化時に基材上でメラミン樹脂誘導体（ｂ）の
架橋を促進させる役割を有する。スルホン酸は導電性組成物中で酸性を示すため、導電性
組成物中でのメラミン樹脂誘導体の架橋を促進し、塗布液のポットライフが短くなる。
また、スルホン酸硬化触媒には、導電性組成物の基材へのレベリング性を向上させる働き
もある。
よって、上記スルホン酸硬化触媒は、基材上で硬化を促進し、かつ、導電性組成物の基材
へのレベリング性と導電性組成物のポットライフを維持できる構造であることが望ましい
。
このようなスルホン酸硬化触媒として、脂肪族又は芳香族のスルホン酸が挙げられる。
【００４１】
上記脂肪族スルホン酸としては、例えば、メタンスルホン酸、トリフルオロメタンスルホ
ン酸、イソプレンスルホン酸、カンファースルホン酸、ヘキサンスルホン酸、オクタンス
ルホン酸、ノナンスルホン酸、デカンスルホン酸、ヘキサデカンスルホン酸等が挙げられ
る。また、上記芳香族スルホン酸としては、例えば、ベンゼンスルホン酸、ｐ－トルエン
スルホン酸、クメンスルホン酸、ドデシルベンゼンスルホン酸、ナフタレンスルホン酸、
ノニルナフタレンスルホン酸等が挙げられる。
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これらの中では、塗布液のポットライフと低温での硬化性の観点から、芳香族スルホン酸
が好ましく、特にドデシルベンゼンスルホン酸が好ましい。
【００４２】
上記スルホン酸硬化触媒の含有量は、その上限がメラミン樹脂誘導体１００重量部に対し
て４０重量部であることが望ましく、３３重量部であることがより望ましい。また、その
下限は、メラミン樹脂誘導体１００重量部に対して８重量部であることが望ましい。この
範囲であれば、メラミン樹脂誘導体を低温短時間で硬化可能で、かつ、塗布液のポットラ
イフを十分に維持できるからである。
これに対して、上記含有量が４０重量部を超えると、塗布液のポットライフが維持されな
くなりやすく、一方、８重量部未満では、導電性組成物の成膜性が悪化し、形成された被
膜にハジキが見られる場合や、被膜の耐溶剤性が低下する場合がある。
【００４３】
４．両末端ポリエーテル変性シリコーン（ｄ）
上記両末端ポリエーテル変性シリコーン（ｄ）は、導電性被膜に耐スクラッチ性、耐溶剤
性、印字性、印字密着性を付与する役割を有する。
特に、本発明の熱硬化型導電性コーティング用組成物では、両末端ポリエーテル変性シリ
コーンを他の成分と併用しているため、形成した導電性被膜に耐スクラッチ性と印字性及
び印字密着性を同時に付与することができる。
ポリエーテル変性シリコーンには、側鎖変性タイプ、両末端変性タイプがあるが、これら
のなかで、両末端ポリエーテル変性シリコーンを使用した場合にのみ特異的に形成した導
電性被膜に耐スクラッチ性と印字性及び印字密着性を同時に付与することができ、側鎖ポ
リエーテル変性シリコーンを使用してもこのような効果は享受することができない。そし
て、このような知見は、本願発明者らによって新たに見出された知見である。
また、両末端ポリエーテル変性シリコーンを使用することにより、上述した効果を享受す
ることができる理由については、（１）導電性被膜表面へのポリエーテル変性シリコーン
の配向性が向上し、優れたスリップ性が発現するため、結果として耐スクラッチ性が向上
する、（２）両末端のポリエーテル鎖によってインクの密着性が向上し、印字性と印字密
着性をも高いレベルで付与することができる、ためと考えられる。
また、両末端ポリエーテル変性シリコーンを使用した場合、耐溶剤性も維持される。これ
は、両末端ポリエーテル変性シリコーンが表面に均一に配向するため、メラミン樹脂誘導
体の架橋を阻害しないため、被膜の架橋密度が低下しないからだと考えられる。
【００４４】
上記の両末端ポリエーテル変性シリコーンとしては、例えば、以下の式（ＩＩＩ）：
【００４５】
【化４】

【００４６】
（式中、Ｒ１０はポリエーテル基であり、エチレンオキシドからなるＲ１１（Ｃ２Ｈ４Ｏ
）ａＲ１２、プロピレンオキシドからなるＲ１１（Ｃ３Ｈ６Ｏ）ｂＲ１２

、又は、それら
が混成したＲ１１（Ｃ２Ｈ４Ｏ）ａ（Ｃ３Ｈ６Ｏ）ｂＲ１２を表す。ポリエーテル基中の
Ｒ１１およびＲ１２はそれぞれ独立してアルキル基又はアルキレン基を表す。）で示され
るものが挙げられる。また、上記式（ＩＩＩ）の両末端のポリエーテル基Ｒ１０は、それ
ぞれ同一であってもよいし、異なっていてもよい。
また、ポリシロキサンの重合度（ｎ）は、３８０以下であることが望ましく、４５～２３
０であることが好ましい。上記の重合度のポリシロキサンを配合することによって、形成
した導電性被膜に、より優れた耐スクラッチ性を付与することができる。
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また、Ｒ１０に含まれるポリエーテル基の重合度（ａ及びｂ）は、上記導電性組成物にお
いて、上記両末端ポリエーテル変性シリコーンの溶解性が維持され、且つ要求の特性が発
現するのであれば、特に制限されない。
上記ポリエーテル基の骨格は、エチレンオキシド、プロピレンオキシド、又は、エチレン
オキシドとプロピレンオキシドの共重合体がある。これらのなかでは、水溶性の観点から
は、エチレンオキシドであることが好ましく、印字性や印字密着性を考慮すると、プロピ
レンオキシドやエチレンオキシドとプロピレンオキシドとの共重合体が好ましい。
上述のように、最適な構造のポリエーテル変性シリコーンを選択することによって、形成
した導電性被膜において、耐スクラッチ性と印字性及び印字密着性を確実に両立すること
ができる。
【００４７】
上記導電性組成物に含有される両末端ポリエーテル変性シリコーンは、耐溶剤性を落とさ
ず耐スクラッチ性を付与し、印字性、印字密着性に優れた導電性被膜を形成することを可
能にするものであり、上記式（ＩＩＩ）で示される構造の両末端ポリエーテル変性シリコ
ーンが好ましい。上記式（ＩＩＩ）で示される両末端ポリエーテル変性シリコーンは、１
種類のものを単独で用いても良いし、分子量の異なる２種類以上の両末端ポリエーテル変
性シリコーンを併用してもよい。
【００４８】
上記両末端ポリエーテル変性シリコーンの含有量は、その上限がメラミン樹脂誘導体１０
０重量部に対して６０重量部であることが好ましく、３３重量部であることがより好まし
い。また、その下限はメラミン樹脂誘導体１００重量部に対して１０重量部であることが
好ましい。
この範囲であれば、形成した被膜に、耐スクラッチ性と、印字性及び印字密着性とを同時
に付与することができるからである。
これに対し、両末端ポリエーテル変性シリコーンの含有量が６０重量部を超えると、形成
した被膜の耐溶剤性が悪化する場合がある。
【００４９】
５．導電性向上剤（ｅ）
上記導電性組成物に含有される導電性向上剤（ｅ）は、形成した導電性被膜の導電性を向
上させることができる。
上記導電性向上剤（ｅ）としては、Ｎ－メチルホルムアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムア
ミド、γ－ブチロラクトン、Ｎ－メチルピロリドン等のアミド化合物；エチレングリコー
ル、ジエチレングリコール、プロピレングリコール、トリメチレングリコール、１，４－
ブタンジオール、１，５－ペンタンジオール、１，６－ヘキサンジオール、ネオペンチル
グリコール、カテコール、シクロヘキサンジオール、シクロヘキサンジメタノール、グリ
セリン、ジエチレングリコールモノエチルエーテル、プロピレングリコールモノメチルエ
ーテル等のヒドロキシル基含有化合物；イソホロン、プロピレンカーボネート、シクロヘ
キサノン、アセチルアセトン、酢酸エチル、アセト酢酸エチル、オルト酢酸メチル、オル
トギ酸エチル等のカルボニル基含有化合物；ジメチルスルホキシド等のスルホ基を有する
化合物などが挙げられる。
これらの中では、塗布液のポットライフや低温での硬化性、形成した導電性被膜の透明性
、耐スクラッチ性、耐溶剤性などの観点から、アミド化合物、ヒドロキシル基含有化合物
、スルホ基含有化合物が好ましく、Ｎ－メチルピロリドン、ジメチルスルホキシド、エチ
レングリコールが特に好ましい。
また、上記導電性向上剤の含有量は、特に制限はないが、通常、導電性組成物中に０．１
～６０重量％の量で含有されることが好ましい。
【００５０】
６．溶媒又は分散媒（ｆ）
上記溶媒又は分散媒（ｆ）としては、導電性組成物に含有される各成分を溶解又は分散さ
せるものであれば特に制限されず、例えば、水、有機溶剤、これらの混和物等が挙げられ
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る。
なお、本発明においては、導電性組成物に含まれる、溶媒又は分散媒以外の各成分が溶解
している場合は溶媒と称し、組成物を構成する少なくとも１成分が均一に分散している場
合は分散媒と称する。
上記導電性組成物においては、上記メラミン樹脂誘導体が水に溶解しない場合がある。こ
の場合は、溶媒又は分散媒として水と有機溶剤の混和物を使用することができる。さらに
、水と有機溶剤の混和物を使用する場合、有機溶剤としては、少なくとも１種の水と混和
する有機溶剤を含んでいることが好ましく、水と混和する有機溶剤を含んでいれば、さら
に水と混和しない（疎水性の）有機溶剤を含んでいてもよい。溶媒又は分散媒として、沸
点の低いアルコール系の有機溶剤と水の混合物を使用することによって揮発性が向上し、
乾燥・熱硬化の際に有利となる場合がある。また、樹脂基材を使用する場合、アルコール
系有機溶媒はレベリング性の向上に寄与し得る。
なお、本願明細書において、水系の熱硬化型導電性コーティング用組成物とは、溶媒又は
分散媒が水単独であるか又は水と混和する有機溶剤との混合物である熱硬化型導電性コー
ティング用組成物であり、溶剤系の熱硬化型導電性コーティング用組成物とは、溶媒又は
分散媒が非水溶性の有機溶剤を含む熱硬化型導電性コーティング用組成物である。
【００５１】
６－１．有機溶剤
上記有機溶剤としては、水に溶解し難いメラミン樹脂誘導体などの成分を均一に溶解又は
分散させうるものが挙げられる。
水と混和する有機溶剤としては、例えば、メタノール、エタノール、２－プロパノール、
１－プロパノール等のアルコール類；エチレングリコール、ジエチレングリコール、トリ
エチレングリコール、テトラエチレングリコール等のエチレングリコール類、エチレング
リコールモノメチルエーテル、ジエチレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリ
コールジエチルエーテル、ジエチレングリコールジメチルエーテル等のグリコールエーテ
ル類；エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート、ジエチレングリコールモノエ
チルエーテルアセテート、ジエチレングリコールモノブチルエーテルアセテート等のグリ
コールエーテルアセテート類；プロピレングリコール、ジプロピレングリコール、トリプ
ロピレングリコール等のプロピレングリコール類；プロピレングリコールモノメチルエー
テル、プロピレングリコールモノエチルエーテル、ジプロピレングリコールモノメチルエ
ーテル、ジプロピレングリコールモノエチルエーテル、プロピレングリコールジメチルエ
ーテル、ジプロピレングリコールジメチルエーテル、プロピレングリコールジエチルエー
テル、ジプロピレングリコールジエチルエーテル等のプロピレングリコールエーテル類；
プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート、プロピレングリコールモノエチル
エーテルアセテート、ジプロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート、ジプロピ
レングリコールモノエチルエーテルアセテート等のプロピレングリコールエーテルアセテ
ート類；テトラヒドロフラン、アセトン、アセトニトリル、及び、これらの混和物等が挙
げられる。
また、疎水性の有機溶剤としては、例えば、酢酸エチル、酢酸ブチル、乳酸エチル等のエ
ステル類；ジイソプロピルエーテル、ジイソブチルエーテル等のエーテル類；メチルエチ
ルケトン、メチルジイソブチルケトン等のケトン類；ヘキサン、オクタン、石油エーテル
等の脂肪族炭化水素類；トルエン、キシレン等の芳香族炭化水素類、及び、これらの混和
物等が挙げられる。
これらの有機溶剤は単独で用いても、２種類以上を併用してもよい。
【００５２】
上記導電性組成物が水系の導電性組成物である場合、上記有機溶剤の含有量は、水１００
重量部に対して、２０重量部以上であることが好ましい。２０重量部未満になると、メラ
ミン樹脂誘導体などの成分が均一に溶解又は分散せず、成膜性が悪化し、性能が発現しな
い場合がある。なお、上記導電性組成物が溶剤系の導電性組成物である場合には、上記溶
剤の含有量に制限はない。
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【００５３】
６－２．水
水系の導電性組成物に用いる水としては、例えば、蒸留水、イオン交換水及びイオン交換
蒸留水等が挙げられる。また、上記水には、導電性ポリマーの水分散体及び他成分に含有
される水分も含まれる。
上記水の含有量は、導電性組成物全体に対して、１重量％以上であることが好ましい。
【００５４】
上記導電性組成物が水系の導電性組成物である場合、導電性組成物のｐＨは１～１４の範
囲であることが好ましく、低温での硬化性を考慮すると、より好ましくは１～７であり、
１．５～３であることが特に好ましい。導電性組成物のｐＨは、塩基等のｐＨ調整剤によ
り調整すればよい。
上記ｐＨ調整剤としては、例えば、アンモニア、エタノールアミン、イソプロパノールア
ミン等のアルカノールアミン類等が挙げられる。
ここで、ｐＨ調整剤の添加量は、塩基は酸と塩を形成し、メラミン樹脂誘導体の硬化促進
効果を低下させることがあり、一方、導電性組成物のｐＨが高くなるほど、低温での硬化
性は低下するが、メラミン樹脂誘導体の溶液中での自己架橋は抑制されるため、溶液の安
定性やポットライフが良くなる場合があることを考慮して、適宜決定すればよい。なお、
上記ｐＨ調整剤は、上記導電性組成物における任意成分である。
【００５５】
また、ここまで説明したような（ａ）～（ｆ）成分を含有する導電性組成物は、フルエー
テル型のメラミン樹脂誘導体（ｂ）を導電性ポリマーの固形分１００重量部に対して１５
０～７５０重量部含有し、スルホン酸硬化触媒（ｃ）として芳香族スルホン酸をメラミン
樹脂誘導体１００重量部に対して８～４０重量部含有し、両末端ポリエーテル変性シリコ
ーン（ｄ）をメラミン樹脂誘導体１００重量部に対して１０～６０重量部含有し、導電性
向上剤（ｅ）としてアミド基、ヒドロキシル基、スルホ基のうち１つ以上を有する化合物
を含有する場合には、導電性組成物のポットライフが著しく向上する点で特に好ましい。
【００５６】
ここまで説明した（ａ）～（ｆ）成分は、本発明の熱硬化型導電性コーティング用組成物
における必須成分である。
そして、本発明の熱硬化型導電性コーティング用組成物は、必要に応じて、水溶性酸化防
止剤（ｇ）、濡れ性向上剤（ｈ）、消泡剤（ｉ）等を含有していてもよい。
【００５７】
７．水溶性酸化防止剤（ｇ）
上記導電性組成物は、水溶性酸化防止剤（ｇ）を含有していてもよい。上記水溶性酸化防
止剤（ｇ）は、導電性被膜を形成した際に、その被膜中の導電性ポリマーに対して、均一
に存在し、空気暴露による抵抗上昇を効果的に抑制する機能を果たす。
なお、脂溶性酸化防止剤は、被膜中に均一に存在し得ず、空気暴露による抵抗上昇を効果
的に抑制することができない。
【００５８】
上記水溶性酸化防止剤としては、還元性又は非還元性の水溶性酸化防止剤が挙げられる。
上記還元性を有する水溶性酸化防止剤としては、例えば、Ｌ－アスコルビン酸、Ｌ－アス
コルビン酸ナトリウム、Ｌ－アスコルビン酸カリウム、エリソルビン酸、エリソルビン酸
ナトリウム、エリソルビン酸カリウム等の２個の水酸基で置換されたラクトン環を有する
化合物；マルトース、ラクトース、セロビオース、キシロース、アラビノース、グルコー
ス、フルクトース、ガラクトース、マンノース等の単糖類又は二糖類；カテキン、ルチン
、ミリセチン、クエルセチン、ケンフェロール等のフラボノイド；クルクミン、ロズマリ
ン酸、クロロゲン酸、ヒドロキノン、３，４，５－トリヒドロキシ安息香酸等のフェノー
ル性水酸基を２個以上有する化合物；システイン、グルタチオン、ペンタエリスリトール
テトラキス（３－メルカプトブチレート）等のチオール基を有する化合物等が挙げられる
。
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上記非還元性の水溶性酸化防止剤としては、例えば、フェニルイミダゾールスルホン酸、
フェニルトリアゾールスルホン酸、２－ヒドロキシピリミジン、サリチル酸フェニル、２
－ヒドロキシ－４－メトキシベンゾフェノン－５－スルホン酸ナトリウム等の酸化劣化の
原因となる紫外線を吸収する化合物が挙げられる。これらは、単独で使用してもよく、２
種以上を併用してもよい。
【００５９】
これらの水溶性酸化防止剤の中では、アスコルビン酸及びエリソルビン酸が望ましく、ア
スコルビン酸がより望ましい。
空気暴露による抵抗上昇を抑制する効果、及び、形成した導電性被膜が透明性に優れると
の効果を顕著に奏するからである。
上記水溶性酸化防止剤の含有量は特に限定されないが、その上限はメラミン樹脂誘導体１
００重量部に対して６０重量部が好ましく、４０重量部がより好ましい。一方、その下限
は９重量部が好ましく、２０重量部がより好ましい。
上記含有量が６０重量部を超えると、形成した導電性被膜の耐溶剤性が低下する場合があ
り、逆に９重量部よりも少ないと、空気暴露によるＳＲ上昇率が高くなることがある。
【００６０】
８．濡れ性向上剤（ｈ）
上記導電性組成物は、濡れ性向上剤（ｈ）を含有していてもよい。上記濡れ性向上剤（ｈ
）は、導電性組成物の基材への濡れ性を向上させ、形成される導電性被膜の均一性を向上
させることを可能にする。
上記濡れ性向上剤としては、例えば、アクリル系の共重合物やポリオキシエチレン脂肪酸
エステル系の化合物等が挙げられる。
これらのなかでは、アクリル系の共重合物が好ましい。導電性被膜の透明性、耐スクラッ
チ性、耐溶剤性に優れるからである。
上記濡れ性向上剤の固形分としての含有量は特に制限されないが、その上限はメラミン樹
脂誘導体１００重量部に対して７０重量部であることが好ましく、４０重量部であること
がより好ましい。一方、その下限は、メラミン樹脂誘導体１００重量部に対して４重量部
であることが好ましい。
上記含有量が、７０重量部を超えると、メラミン樹脂誘導体の架橋密度が低下し、耐溶剤
性が悪化する場合があり、４重量部未満では、成膜性が向上せず、被膜が不均一になる場
合がある。
【００６１】
９．消泡剤（ｉ）
上記導電性組成物は、消泡剤（ｉ）を含有していてもよい。上記消泡剤（ｉ）を配合する
ことにより、効果的に消泡し、導電性組成物の泡立ちを抑制することができる。
上記消泡剤としては、例えば、ポリアセチレングリコール等のグリコール系化合物、有機
変性ポリシロキサン等のシロキサン系化合物、ポリジメチルシロキサンを乳化剤によって
水に分散した乳化物等が挙げられる。
これらのなかでは、消泡性に優れる点から、ポリジメチルシロキサンの乳化物が好ましい
。
上記消泡剤の含有量は特に制限されないが、両末端ポリエーテル変性シリコーン１００重
量部に対して、１～３０重量部であることが好ましい。３０重量部を超えると、メラミン
樹脂誘導体の架橋密度が低下し、耐溶剤性が悪化する場合があり、１重量部未満では、消
泡性が向上せず、泡が長時間残る場合がある。
【００６２】
本発明の熱硬化型導電性コーティング用組成物は、上述した成分以外に、必要に応じて、
その他の成分を含有していてもよい。
１０．その他成分
１０－１．バインダー樹脂
上記導電性組成物には、形成した導電性被膜の成膜性や印字性を向上させる目的で、バイ



(14) JP 5776957 B2 2015.9.9

10

20

30

40

50

ンダー樹脂を含有させても良い。
本発明の導電性組成物においては、メラミン樹脂誘導体の自己架橋膜がバインダー機能を
有しているが、バインダー樹脂を添加することにより、成膜性、被膜の可撓性および密着
性、さらには印字性と印字密着性がより向上する場合がある。
上記バインダー樹脂としては、例えば、ポリエステル、ポリ（メタ）アクリレート、ポリ
ウレタン、ポリ酢酸ビニル、ポリ塩化ビニリデン、ポリアミド、ポリイミド、ポリビニル
アルコール、ポリアクリルポリオール、ポリエステルポリオール等の単独重合体；スチレ
ン、塩化ビニリデン、塩化ビニル、およびアルキル（メタ）アクリレートからなる群より
選択される化合物を共重合成分とする共重合体等が挙げられる。
上記バインダー樹脂の含有量は特に限定されないが、メラミン樹脂誘導体１００重量部に
対して、２００重量部以下であることが好ましく、４０重量部以下であることがより好ま
しい。上記バインダー樹脂の量が２００重量部を超えると、メラミン樹脂誘導体の架橋密
度が低下し、形成した導電性被膜の耐溶剤性が悪化する場合がある。
【００６３】
本発明の導電性組成物における、メラミン樹脂誘導体の熱硬化は、メラミン樹脂誘導体の
自己架橋反応であることが好ましい。形成した導電性被膜が、耐スクラッチ性や耐溶剤性
に優れることとなるからである。メラミン樹脂誘導体の自己架橋に形成された被膜が耐ス
クラッチ性や耐溶剤性に優れる理由としては、その架橋密度が高いことが考えられる。
一方、メラミン樹脂誘導体は、バインダー樹脂に含まれるカルボニル基やヒドロキシル基
などの官能基と反応しうるため、バインダー樹脂の架橋剤としても機能するが、メラミン
樹脂誘導体がバインダー樹脂の架橋剤として機能して形成された被膜は、耐スクラッチ性
や耐溶剤性が、メラミン樹脂誘導体の自己架橋被膜と比べて低い傾向にある。
【００６４】
１０－２．界面活性剤
上記導電性組成物には、レベリング性を向上させる目的で界面活性剤を含有させてもよい
。
上記界面活性剤としては、パーフルオロアルキルカルボン酸、パーフルオロアルキルポリ
オキシエチレンエタノール等のフッ素系界面活性剤；ポリオキシエチレンアルキルフェニ
ルエーテル、プロピレンオキシド重合体、エチレンオキシド重合体等のポリエーテル系化
合物；ヤシ油脂肪酸アミン塩、ガムロジン等のカルボン酸；ヒマシ油硫酸エステル類、リ
ン酸エステル、アルキルエーテル硫酸塩、ソルビタン脂肪酸エステル、スルホン酸エステ
ル、コハク酸エステル等のエステル系化合物；アルキルアリールスルホン酸アミン塩、ス
ルホコハク酸ジオクチルナトリウム等のスルホン酸塩化合物；ラウリルリン酸ナトリウム
等のリン酸塩化合物；ヤシ油脂肪酸エタノールアマイド等のアミド化合物；アニオン性界
面活性剤、カチオン性界面活性剤、ノニオン性界面活性剤、シリコン変性アクリル化合物
等が挙げられる。
上記界面活性剤の含有量は特に限定されないが、メラミン樹脂誘導体１００重量部に対し
て、１００重量部以下であることが好ましい。１００重量部を超えると、メラミン樹脂誘
導体の架橋密度が低下し、形成した導電性被膜の耐溶剤性が悪化する場合がある。
【００６５】
１０－３．シランカップリング剤
上記導電性組成物には、導電性被膜の耐溶剤性、印字性、印字密着性を向上させる目的で
、シランカップリング剤を含有させてよい。
上記シランカップリング剤としては、３－グリシドキシプロピルトリメトキシシラン、３
－グリシドキシプロピルメチルジメトキシシラン、２－（３，４－エポキシシクロヘキシ
ル）エチルトリメトキシシラン、３－メルカプトトリメトキシシラン等が挙げられる。
上記シランカップリング剤の含有量は特に限定されないが、メラミン樹脂誘導体１００重
量部に対して、１００重量部以下であることが好ましい。１００重量部よりも多くなると
、メラミン樹脂誘導体の架橋密度が低下し、形成した導電性被膜の耐溶剤性が悪化する場
合がある。
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【００６６】
１０－４．増粘剤
上記導電性組成物には、上記導電性組成物の粘度を向上させる目的で増粘剤を含有させて
もよい。
上記増粘剤としては、例えば、アルギン酸の塩、および誘導体、キサンタンガム誘導体、
カラギーナンやセルロースなどの糖類化合物などの水溶性高分子等が挙げられる。
上記増粘剤の含有量は特に限定されないが、メラミン樹脂誘導体１００重量部に対して１
００重量部以下であることが好ましい。１００重量部よりも多くなると、メラミン樹脂誘
導体の架橋密度が低下し、形成した導電性被膜の耐溶剤性が悪化する場合がある。
【００６７】
１０－５．微粒子材料
上記導電性組成物には、導電性被膜の滑り性や印字性、印字密着性を向上させる目的で、
コロイダルシリカや中空シリカ、フッ素樹脂微粒子、チタンなどの金属微粒子等の微粒子
材料を含有させてもよい。
上記微粒子材料の含有量は特に限定されないが、メラミン樹脂誘導体１００重量部に対し
て１００重量部以下であることが好ましい。１００重量部よりも多くなると、メラミン樹
脂誘導体の架橋密度が低下し、形成した導電性被膜の耐溶剤性が悪化する場合がある。
【００６８】
１０－６．有機カルボン酸化合物
上記導電性組成物には、導電性被膜の印字性、印字密着性を向上させる目的で、カルボキ
シル基を有する有機カルボン酸を含有させてもよい。
有機カルボン酸には、脂肪族と芳香族の１価、多価カルボン酸があり、分子内にヒドロキ
シル基やビニル基などの官能基を含んでいてもよい。上記脂肪族カルボン酸としては、例
えば、酢酸、酪酸、ヘキサンカルボン酸、オクタンカルボン酸、アセト酢酸、マロン酸、
コハク酸、グルタル酸、アジピン酸、フマル酸、マレイン酸、リンゴ酸、酒石酸、クエン
酸等が挙げられる。また、上記芳香族カルボン酸としては、例えば、安息香酸、サリチル
酸、没食子酸、ケイ皮酸、フタル酸、トリメリット酸、ピロメリット酸等が挙げられる。
【００６９】
次に、本発明の光学フィルムについて説明する。
本発明の光学フィルムは、基材と、上記基材上に積層された導電性被膜とからなる光学フ
ィルムであって、
上記導電性被膜は、本発明の熱硬化型導電性コーティング用組成物を用いて形成された被
膜であることを特徴とする。
【００７０】
上記光学フィルムは、基材と、上記基材上に積層された導電性被膜とからなる。
上記基材としては、例えば、樹脂基材、ガラス基材等が挙げられる。
上記樹脂基材の材料樹脂としては、例えば、ポリエチレン、ポリプロピレン、エチレン－
酢酸ビニル共重合体、エチレン－アクリル酸エステル共重合体、アイオノマー共重合体、
シクロオレフィン系樹脂等のポリオレフィン樹脂；ポリエチレンテレフタレート、ポリブ
チレンテレフタレート、ポリカーボネート、ポリオキシエチレン、変性ポリフェニレン、
ポリフェニレンスルフィド等のポリエステル樹脂；ナイロン６、ナイロン６，６、ナイロ
ン９、半芳香族ポリアミド６Ｔ６、半芳香族ポリアミド６Ｔ６６、半芳香族ポリアミド９
Ｔ等のポリアミド樹脂；アクリル樹脂、ポリスチレン、アクリロニトリル－スチレン共重
合体、アクリロニトリル－ブタジエン－スチレン共重合体、塩化ビニル樹脂、トリアセチ
ルセルロース等が挙げられる。
また、上記基材は透明である（高い透過率を有する）ことが望ましい。
また、これらのなかで、プロテクトフィルムとして用いる光学フィルムの場合には、加工
性および機能性の観点から、ポリエチレンテレフタレートやトリアセチルセルロースが好
適に用いられる。
【００７１】
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上記基材の形状は特に限定されず、光学フィルムの形状に合せて適宜選択すればよく、フ
ィルム状、板状、その他所望の形状が挙げられる。従って、上記基材としてはフィルム、
シート、板、成形物等、種々のものを使用することができる。
また、上記基材の表面は、コロナ処理、火炎処理、プラズマ処理等の物理処理が施されて
いても良い。これらの処理を施すことにより、導電性組成物の塗布性を向上させることが
できる。
【００７２】
上記導電性被膜は、本発明の導電性組成物を用いて形成された被膜であり、上記導電性組
成物を基材に塗布し、乾燥・熱硬化させることにより形成する。
上記導電性組成物を上記基材に塗布する方法は特に限定されず、当該分野で汎用の方法の
中から適宜選択することができ、例えば、スピンコーティング、グラビアコーティング、
バーコーティング、ディップコーティング、カーテンコーティング、ダイコーティング、
スプレーコーティング等の塗布方法が挙げられる。
また、スクリーン印刷、スプレー印刷、インクジェット印刷、凸版印刷、凹版印刷、平版
印刷などの印刷法を採用して、上記導電性組成物を塗布してもよい。
また、上記導電性組成物を塗布する際には、上記導電性組成物を予めアルコール等で希釈
した塗布液を調製し、この塗布液を塗布してもよい。
【００７３】
上記導電性被膜の厚さは特に限定されず、目的に応じて適宜選択することができる。
塗工コストの観点からは、加熱乾燥後の計算膜厚が４５ｎｍ以下であることが好ましく、
１０～２０ｎｍであることがより好ましい。
なお、上記計算膜厚は、塗布液の比重と乾燥後の被膜の比重が１に近似できるとすると、
以下の計算式から算出できる。
「膜厚＝塗布液の濃度(％)÷１００×ワイヤーバーの理論塗布量（μｍ）」
通常、ワイヤーバーの塗布量は理論値よりも少ないため、実際の膜厚は、計算値よりも薄
くなる。
【００７４】
上記導電性被膜は、導電性ポリマーを含有するため導電性を有しているが、その表面抵抗
率は、１０４～１０１１Ω／□であることが好ましい。この範囲の表面抵抗率を有すると
、帯電防止層としての要求特性を充分に満足するからである。
【００７５】
上記導電性被膜は、基材に塗布した導電性組成物を加熱し、溶媒又は分散媒を蒸発させる
と同時に熱硬化させる（乾燥・熱硬化）ことにより形成する。
ここで、加熱条件は、１３０℃以下（８０～１３０℃）の温度で１分程度（３０～９０秒
）加熱する条件であることが好ましい。本発明の導電性組成物では、上記条件で充分に導
電性被膜を形成することができるとともに、上記条件は、本件技術分野においては、低温
短時間な条件であるため、生産性にも優れるからである。
なお、この条件で硬化が不十分な場合は、ロールコーティング後にロールフィルムの状態
で、２５℃～６０℃の乾燥機又は保管庫で、１時間～数週間ポストキュアしてもよい。
【００７６】
溶媒又は分散媒を蒸発させるための乾燥、及び熱硬化には、通常の通風乾燥機、熱風乾燥
機、赤外線乾燥機などの乾燥機などが用いられる。乾燥および加熱を同時に行うためには
、加熱手段を有する乾燥機（熱風乾燥機、赤外線乾燥機など）を用いる必要がある。また
、加熱手段としては、上記乾燥機の他、加熱機能を具備する加熱・加圧ロール、プレス機
などを用いてもよい。
【００７７】
本発明の導電性組成物は、上述のように、導電性ポリマー、メラミン樹脂誘導体、スルホ
ン酸硬化触媒、両末端ポリエーテル変性シリコーン、導電性向上剤、及び、溶媒又は分散
媒を必須成分として、さらに、必要に応じて、水溶性酸化防止剤、濡れ性向上剤、消泡剤
、バインダー樹脂、界面活性剤、シランカップリング剤、増粘剤、微粒子材料等を含有す



(17) JP 5776957 B2 2015.9.9

10

20

30

40

50

る。
このような構成からなる組成物は、通常、メラミン樹脂誘導体の溶液中での自己架橋を防
ぐため、メラミン樹脂誘導体と酸性成分とを分離した状態で供給する（ここで、酸性を示
す成分としては、導電性ポリマーやスルホン酸硬化触媒等が挙げられる）。
そして、上記の各成分を使用前に所定の割合で混合して、すべての成分が混合された状態
で使用する。なお、塩基等で酸性成分を中和した場合には、すべての成分を混合した状態
で供給しても、保存安定性は維持されうる。
通常、上記導電性組成物を調製するための塗液は、組成物のポットライフならびに保存安
定性を考慮して、メラミン樹脂誘導体と酸性成分を分離した２～３液の状態で供給される
。
これらの塗液の成分は、コストの観点から、十分に濃縮されていてもよい。
【００７８】
上記導電性組成物（塗布液）の調製方法に特に制限はないが、各成分をメカニカルスター
ラーやマグネティックスターラーなどの撹拌機で撹拌しながら混合して調製する。ここで
、上記攪拌は約１～６０分間続けることが好ましい。
なお、攪拌時には、導電性ポリマーやスルホン酸硬化触媒、さらにはメラミン樹脂誘導体
が高濃度で混合されるのを避けるため、アルコール等の希釈剤を、先に添加することが望
ましい。
特に、水溶性の導電性ポリマーを含む溶液をアルコールなどの有機溶剤を含む溶液と高濃
度で混ぜると、分散安定性が低下して凝集し、ポットライフが低下する場合がある。
また、メラミン樹脂誘導体と酸性成分を直接混合した場合、メラミンの自己架橋が溶液中
で進行し易いため、導電性組成物のポットライフが短くなる場合がある。
また、導電性組成物のポットライフは、組成物の温度にも依存するため、液温を３０℃よ
り低く保って調製することが好ましい。より好ましい液温は－５℃～１０℃である。
【００７９】
上記導電性組成物は、２５℃前後の常温において安定であるが、酸性成分を含有する場合
、メラミン樹脂誘導体の自己架橋が液中で進行し、ポットライフが悪化することがある。
ポットライフは塗布液の温度に依存するため、温度を－２０℃～２０℃に維持したまま塗
布することにより、ポットライフを向上させることができる。特に好ましくは－５℃～１
０℃の温度を維持したまま基材に塗布するのがよい。
温度を低く保つほどポットライフは向上するが、水系の導電性組成物の場合、－２０℃よ
り低い温度では組成物が氷結する可能性がある。上記導電性組成物は調製時から温度を３
０℃より低く保って調製することが好ましく、－５℃～１０℃の温度が維持されることが
より好ましい。
【００８０】
このような構成からなる光学フィルムは、液晶ディスプレイ、偏光板、エレクトロルミネ
ッセンスディスプレイ、プラズマディスプレイ、エレクトロクロミックディスプレイ、太
陽電池などに用いる、帯電防止層を備えた光学フィルムとして好適である。
また、上記光学フィルムは、プロテクトフィルムとして特に好適であり、本発明の光学フ
ィルムからなるプロテクトフィルムもまた本発明の１つである。
なお、プロテクトフィルムの場合、その基材は、加工性及び硬さや透明性などの観点から
、ポリエチレンテレフタレートが好適である。
【実施例】
【００８１】
以下に、実施例を挙げて本発明を説明するが、本発明はこれらの実施例に限定されない。
【００８２】
（実施例１～２７、及び、比較例１～９）
表１に示した各成分（使用原料）を、溶媒又は分散媒に撹拌しながら１成分ずつ添加した
。添加した成分が溶解又は均一に分散したことを確認してから、次の成分を添加していき
、すべての成分を添加した後に、さらに５分ほど撹拌して溶液又は分散液の状態の熱硬化
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型導電性コーティング用組成物を調製した。その後、本組成物を８０％エタノールで６倍
に希釈（１：５、重量比）して塗布液を調製した。
この塗布液を調製後すぐに、ポリエチレンテレフタレートフィルム（東レ社製のルミラー
Ｔ－６０（商品名））からなる基材上に、Ｎｏ．４のワイヤーバー（ウェット膜厚９μｍ
）で塗布し、熱風乾燥機にて１３０℃で１分間乾燥・熱硬化させ、導電性被膜を形成した
。
また、ポットライフの評価として、熱硬化型導電性コーティング用組成物を調製してから
２４時間経過時にも、同様にして導電性被膜を作製した。
【００８３】
（実施例２８）
表２に示した各成分（使用原料）を、実施例１～２７と同様に、１成分ずつ撹拌しながら
添加し、熱硬化型導電性コーティング用組成物を調製した。その後、本組成物を８０％エ
タノールで４倍に希釈（１：３、重量比）して塗布液を調製した。
この塗布液を調製後すぐに、ポリエチレンテレフタレートフィルム（東レ社製のルミラー
Ｔ－６０（商品名））からなる基材上に、Ｎｏ．４のワイヤーバー（ウェット膜厚９μｍ
）で塗布し、熱風乾燥機にて１３０℃で１分間乾燥・熱硬化させ、導電性被膜を形成した
。
また、ポットライフの評価として、熱硬化型導電性コーティング用組成物を調製してから
２４時間経過時にも、同様にして導電性被膜を作製した。
さらに、作成した導電性被膜を切り出し、ＴＥＭ観察を行った。結果を図１に示した。
図１は、実施例２８で作製した導電性被膜を１０万倍の倍率で撮影したＴＥＭ観察画像で
ある。
【００８４】
Ｉ．使用原料
Ｉ．１　導電性ポリマー（ａ）
導電性材料を含む水分散液として、ポリ（３，４－エチレンジオキシチオフェン）とポリ
スチレンスルホン酸との複合体からなる導電性ポリマーの水分散液である、Ｈ．Ｃ．スタ
ルク社製のＣｌｅｖｉｏｓ　Ｐ（商品名）（１．３重量％ポリ（３，４－エチレンジオキ
シチオフェン）／ポリスチレンスルホン酸（重量平均分子量＝１５００００）の複合体分
散水溶液、水９８．７重量％）を用いた。
【００８５】
Ｉ．２　メラミン樹脂誘導体（ｂ）
メラミン樹脂誘導体として、日本カーバイド工業社製のニカラックＭＷ－３９０（フルエ
ーテル型、式（ＩＩ）中のＲ９がメチル基、重合度：１．００）、ニカラックＭＳ－１１
（メチロール型、６０重量％品、式（ＩＩ）中のＲ９が水素原子、重合度：１．８０）お
よび日本サイテックインダストリーズ社製のサイメル３００（フルエーテル型、式（ＩＩ
）中のＲ９がメチル基、重合度：１．３５）、サイメル３０１（フルエーテル型、式（Ｉ
Ｉ）中のＲ９がメチル基、重合度：１．４０）を使用した。（上記の名称は全て商品名）
。
【００８６】
Ｉ．３　スルホン酸硬化触媒（ｃ）
スルホン酸硬化触媒として、テイカ社製のテイカトックスＴ－５００（商品名）（分子量
１８７．２；化合物名、クメンスルホン酸；以下、ＱＳ）、花王社製のネオペレックスＧ
Ｓ（商品名）（分子量３２６．８；化合物名、ドデシルベンゼンスルホン酸；以下、ＤＢ
Ｓ）を使用した。また、比較例の一部では、酸触媒として和光純薬工業社製の硝酸（分子
量６３．０１；６０重量％品）を２重量％に希釈したものも使用した。
【００８７】
Ｉ．４　ポリエーテル変性シリコーン（ｄ）
両末端ポリエーテル変性シリコーンとして、東レ・ダウコーニング社製の８０２９ａｄｄ
ｉｔｉｖｅ（商品名）、共栄社化学工業社製のポリフローＫＬ－４０２（商品名）、又は
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比較例の一部では、側鎖ポリエーテル変性シリコーンとして、信越化学工業社製のＫＦ－
３５５Ａ（商品名）、ＢＹＫ社製のＢＹＫ－３４８（商品名）とＢＹＫ－３０７（商品名
）、又は、モメンティブパフォーマンスマテリアルズ社製のＹＦ－３８４２（商品名）も
使用した。
【００８８】
Ｉ．５　水溶性酸化防止剤（ｇ）
水溶性酸化防止剤として、和光純薬工業社製のアスコルビン酸、又は、エリソルビン酸を
使用した。
有機溶剤可溶型の酸化防止剤として、理研ビタミン社製のドライミックスＦＳ－２０（商
品名）（主成分；ビタミンＥ）も使用した。
【００８９】
Ｉ．６　導電性向上剤（ｅ）
導電性向上剤として、和光純薬工業社製のＮ－メチルピロリドン（以下、ＮＭＰ）、ジメ
チルスルホキシド（以下、ＤＭＳＯ）、又は、エチレングリコール（以下、ＥＧ）、Ｎ－
メチルホルムアミド（以下、ＮＭＦ）を使用した。
【００９０】
Ｉ．７　有機溶剤（ｆ）
有機溶剤として、和光純薬工業社製の１級エタノールを使用した。
【００９１】
Ｉ．８　水（ｆ）
水の大半は、導電性ポリマーの水分散体、Ｃｌｅｖｉｏｓ　Ｐに含まれる水であるが、新
たに加える水はイオン交換処理をした純水を用いた。
表１、２に記載の水は、新たに添加した水である。
【００９２】
Ｉ．９　濡れ性向上剤（ｈ）
濡れ性向上剤として、ＢＹＫ社製のＢＹＫ－３８０Ｎ（商品名）（化合物名：アクリル系
共重合体）を使用した。
【００９３】
Ｉ．１０　消泡剤（ｉ）
消泡剤として、東レ・ダウコーニング社製のアンチフォーム０１３Ａ（商品名）（化合物
名：ポリジメチルシロキサンの乳化物、以下、０１３Ａ）を使用した。
【００９４】
Ｉ．１１　その他の添加剤
その他の添加剤として、シランカップリング剤であるモメンティブ・パフォーマンス・マ
テリアルズ社製のＳＩＲＱＵＥＳＴ Ａ－１８９（商品名）（化合物名：３－メルカプト
プロピルトリエトキシシラン）、微粒子材料である日産化学社製のスノーテックスＯＸＳ
（商品名）（化合物名：コロイダルシリカの水分散体）、有機カルボン酸である三菱ガス
化学社製のトリメリット酸（商品名）を使用した。
【００９５】
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【表１】

【００９６】
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【表２】

【００９７】
ＩＩ．評価
実施例１～２８、及び、比較例１～９で調製した塗布液の液外観、それを用いて得た導電
性被膜の被膜外観、耐スクラッチ性、耐溶剤性、印字性、印字密着性については、下記の
３段階で評価した。また、ＳＲ、Ｔｔ、Ｈａｚｅは、その値を測定した。基材への密着性
はＪＩＳ　Ｋ　５４００に沿って評価した。ポットライフは、液調製時から２４時間経過
時の塗布液およびその塗布液を用いて形成した被膜を評価した。塗布液のポットライフは
、塗布液の外観、被膜の外観、密着性、耐スクラッチ性、耐溶剤性、印字性、印字密着性
に関しては、初期値と同様に評価した。一方で、被膜のＳＲ、Ｔｔ、Ｈａｚｅは、測定値
の初期値からの変動を、下記の３段階で評価した。なお、初期評価で１つでも「×」評価
があった実施例及び比較例についてはポットライフを評価しなかった。
評価結果は、下記表３及び４に示した。
【００９８】
ＩＩ．１　導電性コーティング用組成物の外観
組成物調製後の液外観を目視にて３段階で評価した。ポットライフも同様に評価した。
◎：沈殿物の発生なし
○：少量の沈殿物が発生
×：ゲル化
【００９９】
ＩＩ．２　被膜外観
塗布後の導電性被膜の外観（均一性）を目視にて次の３段階で評価した。ポットライフも
同様に評価した。
◎：被膜が均一に塗工されており、塗工ムラが見えない
○：塗工ムラが若干ある
×：ハジキによって被膜が形成されない
【０１００】
ＩＩ．３　表面抵抗率／ＳＲ（Ω／□）
表面抵抗率は、ＪＩＳ　Ｋ　７１９４に従い、三菱化学社製ハイレスタＵＰ（ＭＣＰ－Ｈ
Ｔ４５０型、商品名）のＵＡプローブを用いて１００Ｖの印加電圧にて測定し、測定値で
評価した。ポットライフは初期値に対する上昇倍率を以下の３段階で評価した。
◎：１０倍以下
○：１０倍を超えて１００倍未満
×：１００倍以上
【０１０１】
ＩＩ．４　全光線透過率（Ｔｔ：％）
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全光線透過率は、ＪＩＳ　Ｋ　７１５０に従い、スガ試験機社製ヘイズコンピュータＨＧ
Ｍ－２Ｂ（商品名）を用いて測定し、測定値で評価した。ポットライフは初期値に対する
変化量を以下の３段階で評価した。
◎：―０．５より大きく、＋０．５未満
○：－１．０～－０．５、又は、＋０．５～＋１．０
×：－１．０未満、又は、＋１．０より大
【０１０２】
ＩＩ．５　Ｈａｚｅ（％）
Ｈａｚｅは、ＪＩＳ　Ｋ　７１５０に従い、スガ試験機社製ヘイズコンピュータＨＧＭ－
２Ｂ（商品名）を用いて測定し、測定値で評価した。ポットライフは初期値に対する変化
量を以下の３段階で評価した。
◎：－０．５より大きく、＋０．５未満
○：－１．０～－０．５、又は、＋０．５～＋１．０
×：－１．０未満、又は、＋１．０より大
【０１０３】
ＩＩ．６　基材への密着性
導電性被膜の基材への密着性は、ＪＩＳ　Ｋ　５４００の碁盤目剥離試験に従って評価し
、規定の点数にて評価した。ポットライフは、以下の３段階で評価した。
◎：初期値から変動なし
○：初期値から２点未満の範囲で低下
×：初期値から２点以上の範囲で低下
【０１０４】
ＩＩ．７　耐スクラッチ性試験
基材上に形成した導電性被膜について、爪にて、１０ｃｍの長さを約２００ｇの加重で擦
り、傷の入りと、粉の発生を以下の３段階で評価した。ポットライフについても、同様に
評価した。
◎：傷が入らない
○：薄く擦った跡は見えるが粉の発生なし
×：傷が入り、粉が発生する
【０１０５】
ＩＩ．８　耐溶剤性試験
基材上に形成した導電性被膜について、エタノール拭き試験、酢酸エチル（以下、酢エチ
）拭き試験、メチルエチルケトン（以下、ＭＥＫ）拭き試験、ヘキサン拭き試験を行った
。具体的には、各溶剤を染み込ませたベンコットにて、１０ｃｍの長さを約２００ｇの加
重で１５回擦り、試験後の被膜外観を以下の３段階で評価した。ポットライフについても
、同様に評価した。
◎：被膜に変化なし
○：わずかに擦った跡が見える
×：被膜が剥がれる
【０１０６】
ＩＩ．９　印字性試験
印字性試験は、三菱鉛筆社製の油性マジック（ピース、細字）を用いて、導電性被膜の表
面に印字した際のハジキ具合を、以下の３段階で評価した。
◎：印字のハジキが全くない
○：印字がわずかにはじいて不均一
×：ハジキが大きく、印字ができない
【０１０７】
ＩＩ．１０　印字密着性試験
印字密着性試験は、三菱鉛筆社製の油性マジック（ピース、細字）を導電性被膜の表面に
印字し、１分後にキムワイプを用いて約５００ｇの加重で擦った際の印字の状態を目視に
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◎：印字の剥がれなし
○：印字に擦れた跡が残る
×：印字が完全に剥がれる
【０１０８】
ＩＩ．１１　耐空気暴露試験
空気暴露試験は、導電性被膜を壁に貼り付け、１週間後のＳＲを以下の３段階で評価した
。ポットライフについても同様に評価した。
◎：１×１０１０Ω／□より低い
○：１×１０１０Ω／□以上、１×１０１１Ω／□より低い
×：１×１０１１Ω／□以上
【０１０９】
ＩＩ．１２　消泡試験
消泡試験は、塗布液を５回振盪し、発生した大きな泡がすべて消失するまでの時間を、以
下の３段階で評価した。ポットライフも同様に評価した。
◎：２０秒以内に消泡
○：２０分以内に消泡
×：１時間以上たっても消泡しない
【０１１０】
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【０１１１】
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【表４】

【０１１２】
比較例１～４と実施例１～３から、メラミン樹脂誘導体、スルホン酸硬化触媒、両末端ポ
リエーテル変性シリコーン、導電性向上剤のうち一つでも欠けると、被膜外観、導電性、
全光線透過率、Ｈａｚｅ、基材への密着性、耐スクラッチ性、耐溶剤性、印字性、印字密
着性のすべてを同時に満足できないことが明らかとなった。導電性ポリマーと導電性向上
剤がないとＳＲが発現せず、メラミン樹脂誘導体とスルホン酸硬化触媒がないと被膜が硬
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化しない。両末端ポリエーテル変性シリコーンは、耐スクラッチ性と印字性、印字密着性
とを両立するために必須の成分である。
【０１１３】
実施例１及び４～６から、メラミン樹脂誘導体がフルエーテル型の方が塗布液の安定性が
優れており、２４時間後の塗膜の物性も低下しないことが明らかとなった。
実施例１及び７～１０から、メラミン樹脂誘導体の含有量が多くなるとポットライフが悪
化する傾向にあり、導電性ポリマー固形分１００重量部に対し、１５０重量部より少なく
なると、初期から耐溶剤性が低いことが明らかとなった。
【０１１４】
比較例５および実施例８から、硬化触媒はスルホン酸であることが好ましいことが明らか
となり、更に、実施例１１から、ＱＳは塗布液のポットライフが若干悪く、２４時間後に
は特性が低下している部分があるため、硬化触媒としてはＤＢＳが特に好適であることが
明らかとなった。
さらには、実施例１及び１２～１５から、その含有量がメラミン樹脂誘導体１００重量部
に対して４０重量部以下であることが、ポットライフの維持において好ましいことが明ら
かとなった。
【０１１５】
実施例１及び１６～１８から、両末端ポリエーテル変性シリコーンを用いることが、耐ス
クラッチ性と印字性及び印字密着性とを同時に満足するためには必須であり、比較例６～
９のように側鎖ポリエーテル変性シリコーンを用いても、耐スクラッチ性と印字性及び印
字密着性とを同時に満足できないことが明らかとなった。
さらに、実施例１と比較例９とで使用しているポリエーテル変性シリコーンは、ともにポ
リジメチルシロキサンの分子量がほぼ同程度で、変性部位が異なる構造のものである。そ
して、実施例１は両末端ポリエーテル変性シリコーンであり、耐スクラッチ性、耐溶剤性
、印字性及び印字密着性を同時に満足できているのに対し、比較例９の側鎖ポリエーテル
変性シリコーンでは同時に満足できなかった。この結果から、ポリエーテル変性シリコー
ンとして、両末端ポリエーテル変性シリコーンを用いることで、特異的に本発明の効果を
奏することが明らかとなった。
また、実施例１及び１９～２１から、両末端ポリエーテル変性シリコーンの含有量がメラ
ミン樹脂誘導体１００重量部に対して６０重量部以下であることが、耐溶剤性において好
ましいことが明らかとなった。
【０１１６】
実施例１及び２２～２４から、導電性向上剤として、アミド基、ヒドロキシル基、スルホ
基を有する化合物を用いることで、導電性被膜の導電性をより向上することが明らかとな
った。
実施例１、２５と実施例２を比較すると、水溶性酸化防止剤のアスコルビン酸やエリソル
ビン酸を添加することで、空気暴露でのＳＲ上昇が抑えられることが明らかとなった。ま
た、実施例２６のように油溶性酸化防止剤ではこのような効果が見られなかった。
また、実施例３では若干のハジキを確認しており、その他の実施例を比較すると、濡れ性
向上剤を含有している方が成膜性に優れていることが明らかであり、さらには、消泡剤を
加えることで、発生した泡を効果的に消泡できることが、実施例２７から明らかとなった
。
また、実施例２８と図１から、計算膜厚で約３０ｎｍの被膜をＴＥＭで分析した結果、実
測では約１２ｎｍであることが明らかとなった。本条件で成膜した組成物の膜厚は、計算
値よりもはるかに薄いことがわかった。
【産業上の利用可能性】
【０１１７】
本発明の導電性組成物は、耐スクラッチ性、耐溶剤性、印字性及び印字密着性を同時に満
足する導電性被覆を低温短時間で形成することができるため、例えば、プロテクトフィル
ム等の各種光学フィルム等を構成する導電性被膜（帯電防止層）等の形成に好適に使用す
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【図１】
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